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Titelbild: Das Konstruktionsbüro MR-CAD ist seit über 20 Jahren im Bereich PCB-Design tätig. Als Dienstleister erledigen wir 
Aufträge für Kunden aus den Bereichen der Industrie, Medizin, Automotive, Luft- und Raumfahrt. Durch die Vielzahl 
an Programmen, werden Schaltpläne und Layouts, vorwiegend auf Zuken CR5000, Cadence Allegro, Pulsonix,  
Mentor, und Altium Designer, auch im eigenen Büro erstellt.

Telefon: +49 9181 698009, www.mr-cad.eu
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